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Seit den ersten Verdffentlichungen zum Cu-Ball/ Wedge(B/W)-Drahtbonden in den 1980er Jahren tauchten stetig bis ins letzte Jahrzehnt viele
Verodffentlichungen zu diesem Thema auf, ohne dass sich der Einsatz von Kupfer beim B/W-Bonden industriell nennenswert durchsetzen
konnten. Erst der heftige Preisanstieg fur Gold und geréatetechnische Weiterentwicklungen sowie ein verbessertes Verstandnis fir den
Kupferdrahtbondprozess verhalfen dem Cu-B/WBonden in den letzten Jahren zum Durchbruch und zwar zunachst im Wesentlichen im
Consumer-Bereich. Heute wird erwartet, dass schon bald mindestens 10 % aller Ball/Wedge-gebondeten Bauteile mittels Kupfer verarbeitet
werden und der Einsatz fur anspruchsvollere Anwendungen steht vor der Tur.

Bewertung: Noch nicht bewertet
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